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Đvod 
Tyto technick® podm²nky se vztahuj² na osazov§n² desek ploġnĨch spojŢ souļ§stkami SMD a THD ve firmŊ ELO+, spol. 

s r.o., d§le jen vĨrobce, a definuj² poģadavky pro zad§v§n² zak§zek do vĨroby. Dodrģov§n² tŊchto pravidel a n²ģe uvedenĨch 

norem je bezpodm²neļnŊ nutn® pro dosaģen² maxim§ln² kvality vĨstupŢ. 

 

Dokumentace 
PŚi zad§v§n² nov®ho vĨrobku je nutn® pŚedat kompletn² dokumentaci v elektronick® podobŊ. 

Dokumentace mus² obsahovat: 

1. Osazovac² vĨkresy v ļiteln®m proveden² s vyznaļen²m vġech orientac² u orientovanĨch souļ§stek. KaģdĨ 

vĨkres mus² obsahovat jm®no vĨrobku vļetnŊ verze, urļen² strany, kterou zobrazuje (TOP/BOT) a vyznaļenĨ 

obrys DPS. 

2. Sumarizovanou materi§lovou rozpisku, vļetnŊ povolenĨch n§hrad. PŚ²klad viz pŚ²loha ļ²slo 2. 

3. Kompletn² rozpisku, kter§ obsahuje vġechny souļ§stky vļetnŊ mechanickĨch d²lŢ a ploġn®ho spoje. 

4. Data pro vĨrobu planģet v gerber form§tu RS 274 X. 

5. Data pro osazovac² automaty 

6. Technick® vĨkresy pro mechanick® mont§ģe, jsou-li poģadov§ny. 

7. Pops§ny technologick® speciality a poģadavky na vĨrobu. 

8. Pokud nejsou dodrģeny stejn® n§zvy (vļ. verze) pro vġechny dokumenty, je nutn® pŚiloģit i prŢvodn² list 

dokumentace. 

 

ZmŊnov® Ś²zen² 

VĨġe uveden® dokumenty jsou u vĨrobce pŚetransformov§ny do vĨrobn² dokumentace. ZmŊny ve vĨrobn² dokumentaci 

mohou bĨt prov§dŊny pouze formou zmŊnov®ho Ś²zen². PŚi zmŊnov®m Ś²zen² mus² z§kazn²k pŚedat zmŊnovĨ protokol a 

vġechny nov® dokumenty, kterĨch se zmŊna tĨk§. Existuj² dva zpŢsoby zmŊnovĨch Ś²zen²: 

 

- ODCHYLKA ï ¼prava dokumentace se tĨk§ pouze aktu§ln² vĨrobn² zak§zky, 

 

- ZMŉNA ï vznik§ nov§ vĨrobn² dokumentace. Pokud nen² uvedeno, ģe zmŊna vytv§Ś² novou verzi vĨrobku, je pŢvodn² 

dokumentace stornov§na. V reģimu vzniku nov® verze vĨrobku je pŢvodn² dokumentace zachov§na a z§kazn²k mus² v 

objedn§vce rozliġovat, jakou verzi vĨrobku poģaduje vyrobit. 

 

Podklady pro strojn² osazov§n² SMD 
Pro strojn² osazov§n² je nutn® pŚed§vat polohopis osazovanĨch souļ§stek, tzv. osazovac² data. Jsou to textov® soubory 

obsahuj²c² popis osazovanĨch souļ§stek a polohu jejich geometrick®ho stŚedu na DPS, viz pŚ²loha ļ²slo 4. 

Pro kaģdou osazovanou stranu DPS se data pŚed§vaj² v samostatn®m souboru. 

Form§t pŚed§vanĨch dat je libovolnĨ textovĨ soubor s oddŊlovaļi. 

N§zev souborŢ mus² korespondovat s dokumentac² vļetnŊ strany, pro kterou jsou data urļena.  

Soubory mohou m²t maxim§ln² d®lku n§zvu (vļetnŊ verze) 19 znakŢ. 

Data mus² obsahovat: 

1. souŚadnice nav§dŊc²ch bodŢ, kter® slouģ² k sesouhlasen² DPS v osazovac²m stroji, 

2. referenci souļ§stek (R1,R2, C145, D56, é), 

3. hodnotu souļ§stek - pokud nen² uvedena tolerance hodnoty a hmota (napŚ²klad 10K_1%, 100nF_20%_X7R,é), 

vĨrobce pouģije souļ§stku podle sv®ho uv§ģen², 

4. pouzdro souļ§stek (C0805, R0402, SO16, SMA, é), 

5. souŚadnice geometrick®ho stŚedu souļ§stek v ose X a Y (nikoliv napŚ. stŚed noģiļky ļ.1), 

6. rotaci (natoļen² souļ§stek), 

7. informaci o jednotk§ch souŚadn®ho syst®mu. 

Pokud jsou na desce souļ§stky, kter® nemaj² bĨt osazeny, je nutn® do osazovac²ch dat napsat m²sto hodnoty neosazovat, 

pŚ²padnŊ neos., NA, atd. 

D§le je nutn®, aby hodnoty byly pojmenov§ny stejnŊ. NepŚ²pustn§ je z§mŊna velkĨch a malĨch p²smen, d§le nelze souļasnŊ 

pouģ²vat M1, 100N, 100nF. 

DŢleģit® je rozdŊlovat pouzdra u rezistorŢ, kondenz§torŢ a c²vek, znaļen²m pŚed velikost². (R1206, C1206) 

V souborech pro strojn² osazov§n² SMD nesm² bĨt klasick® souļ§stky!!! 

Maxim§ln² d®lka hodnoty souļ§stky ve sloupci Hodnota je 19 znakŢ. 

Ģ§dn® pozn§mky a jin® popisy neģ uveden® nelze pŚen§ġet do osazovac²ch strojŢ. 

Podklady pro vĨrobu planģet 
Parametry planģety pro s²totisk maj² velkĨ vliv na kvalitu produktu. Z tohoto dŢvodu upŚednostŔujeme takovĨ postup, kdy 

z§kazn²k dod§ data, a my v naġ² reģii vĨrobu planģet realizujeme. UpŚednostŔujeme data ve form§tu RS-274-X (Extended 

gerber). 

- Planģeta mus² splŔovat doporuļen² ohlednŊ redukc² a tlouġŠky z§kladn²ho materi§lu, viz pŚ²loha ļ²slo 1. PŚed§van§ 

data mus² bĨt spr§vnŊ redukov§na (pŚ²padnŊ antiredukov§na) dle doporuļen².  

- Spolu s daty pro planģety je nutn® pŚed§vat i vrstvu obrysu desky a doporuļujeme i vrstvy horn² a spodn² mŊdi.  

- Planģeta mus² obsahovat pŚedepsan® nav§dŊc² body pro sesouhlasen² planģety a ploġn®ho spoje. 
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- U planģety p§len® laserem je nutno d§t pozor na jej² spr§vnou orientaci (taper ¼hel). 

V pŚ²padŊ planģety dod§van® z§kazn²kem mus² bĨt planģeta oznaļena jm®nem z§kazn²ka a jm®nem vĨrobku vļetnŊ verze, na 

kterĨ je urļena. Oznaļen² mus² bĨt provedeno neodstranitelnŊ, napŚ²klad nalept§n²m, nebo grav²rov§n²m.  

Pro vŊtġ² vĨrobn² s®rie, kdy se pŚedpokl§d§ pouģit² automatick®ho s²totiskov®ho stroje, je optim§ln² rozmŊr plechu na ġablonu 

295 x 480 x 0.13mm, maxim§ln² rozmŊr je 434 x 567mm. Maxim§ln² ġ²Śe tiskov®ho motivu je 390mm a maxim§ln² d®lka 

tiskov®ho motivu je 352mm. 

Pro menġ² vĨrobn² s®rie je maxim§ln² ġ²Śe tiskov®ho motivu 335mm a maxim§ln² d®lka tiskov®ho motivu je 350mm. 

Optim§ln² rozmŊr tiskov®ho motivu je 220x250mm 

Nestandardn² rozmŊry je moģn® dohodnout s technologem. 

Veġker® rozmŊry pŚi panelizov§n² desek ploġnĨch spojŢ a n§vrhu planģet je vhodn® konzultovat s pracovn²ky ¼seku 

technologick® pŚ²pravy vĨroby (TPV). 

 

PŚed§vanĨ materi§l 

DPS 
Max. rozmŊry zpracovatelnĨch desek ploġnĨch spojŢ jsou: pro ruļn² s²totisk UNIPRINT 340 x 410 mm, pŚi nepŚekroļen² 

maxim§ln²ho rozmŊru tiskov®ho motivu. 

Max. rozmŊry zpracovatelnĨch desek ploġnĨch spojŢ jsou: pro in line s²totisk MOTOPRINT AVL 400 x 352 mm, pŚi 

nepŚekroļen² maxim§ln²ho rozmŊru tiskov®ho motivu. 

RozmŊry desek zpracovatelnĨch v osazovac²ch automatech jsou od 50x50 mm do 460x440x4mm. 

Maxim§ln² ġ²Śe desek pro operaci reflow je 460mm. 

Maxim§ln² rozmŊry desek zpracovatelnĨch v p§jec² vlnŊ jsou 400x480mm, max. vĨġka p§jen® souļ§stky-vĨvodu je 3,5mm. 

Max. rozmŊry zpracovatelnĨch desek v automatick®m optick®m inspekļn²m syst®mu Mirtec je 450x400mm. 

Dod§van® desky ploġnĨch spojŢ mus² m²t zajiġtŊnou rovnobŊģnost hran s pŚesnost² 0,5mm. 

Nesm² bĨt zkroucen®, nebo jinak deformovan®, bez mechanickĨch otŚepŢ a uvolŔuj²c²ch se ļ§st². Povrch desek mus² bĨt 

rovnĨ p§jitelnĨ a pro danou technologii vhodnŊ povrchovŊ upravenĨ. 

Minim§ln² vzd§lenost souļ§stek od okraje DPS je 4mm. Pokud toto nen² dodrģeno je nutn® technologick® okol². 

DPS mus² obsahovat vhodn® nav§dŊc² znaļky pro osazovac² automat a s²totisk i v pŚ²padŊ ģe se jedn§ o multipanel. Viz 

pŚ²loha ļ²slo 3. 

Souļ§stky 
Z§kazn²kem dod§van® souļ§stky mus² splŔovat n§sleduj²c² pravidla: 

- mus² bĨt dod§ny v dostateļn®m mnoģstv², zohledŔuj²c²m i technologickĨ lom, 

- mus² bĨt p§jiteln®, nezoxidovan®, n apoġkozen®, 

- mus² bĨt oznaļeny hodnotou,  

- mus² bĨt oznaļeny informac², zda splŔuj² poģadavky RoHS - pokud ne, budou povaģov§ny za nevyhovuj²c² RoHS.  

Balen² souļ§stek:  

- souļ§stky mus² bĨt vhodnŊ balen® s ohledem na jejich pŚepravu, skladovan² a n§sledn® rozbalov§n² a zpracov§n², 

- souļ§stky mus² bĨt balen® v p§sech, tyļ²ch, nebo v palet§ch (pozor na orientaci). 

- souļ§stky balen® v p§sech musej² m²t zav§dŊc² p§s v dostateļn® d®lce (nosiļ souļ§stky alespoŔ 20mm a kryc² 

folie alespoŔ 200mm).  

V pŚ²padŊ nedodrģen² podm²nek pro balen² souļ§stek si vĨrobce vyhrazuje pr§vo ¼ļtovat z§kazn²kŢm v²cepr§ce spojen® se 

zpracov§n²m tŊchto souļ§stek. 

SpoleļnŊ s pŚed§v§n²m materi§lu je bezpodm²neļnŊ nutn® pŚed§vat i dodac² list, kterĨ obsahuje veġker® informace o 

pŚed§van®m materi§lu vļetnŊ pro jakou zak§zku je urļenĨ. 

 

Pouģ²van® zkratky  
IPC ï (Association Connecting Electronics Industries ) IPC je sdruģen²m vĨrobcŢ elektronickĨch pŚ²strojŢ, vĨrobcŢ desek 
ploġnĨch spojŢ, spoleļnost², kter® dod§vaj² sluģby, stroje a materi§ly pro elektronickou vĨrobu a dodavatelŢ tŊchto 

spoleļnost². 
RoHS - (Restriction of the use of Hazardeous Substances) je naŚ²zen² zakazuj²c² pouģit² nebezpeļnĨch l§tek v elektrickĨch a 

elektronickĨch vĨrobc²ch vydanou Evropskou komis² 27. ledna 2003. Tato direktiva vstoupila v platnost 1.ļervence 2006. 

C²lem naŚ²zen² RoHS je zak§zat pouģ²v§n² nebezpeļnĨch l§tek pŚi vĨrobŊ elektrick®ho a elektronick®ho zaŚ²zen² a t²m pŚispŊt 

k ochranŊ lidsk®ho zdrav² a ģivotn²ho prostŚed². 

Direktiva RoHS zakazuje pouģit² tŊchto l§tek:  

Kadmium  

RtuŠ  

Olovo  

ĠestimocnĨ chr·m  

Polybromovan® bifenyly (PBB)  

Polybromovan® difenylethery (PBDE)  

Pouģ²v§n² zaŚ²zen² obsahuj²c² uveden® tŊģk® kovy a retardanty hoŚen² (PBB, PBDE) nad urļenĨ limit je direktivou zak§z§no. 

Direktiva stanovuje jist® vĨjimky pro nŊkter§ zaŚ²zen² z dŢvodu nutnosti pouģit² zak§zanĨch l§tek pŚi technologickĨch 

postupech vĨroby. 

OA ï osazovac² automat, stroj pro automatick® osazov§n² DPS SMD souļ§stkami. 

DPS ï deska ploġn®ho spoje 



 4/14  

SMD ï (surface mount device) souļ§stky pro povrchovou mont§ģ 

RS-274-X ï rozġ²ŚenĨ datovĨ form§t gerber,  obsahuj²c² i D-k·dy 

R ï rezistor 

C ï kondenz§tor 

D ï dioda 

T - tranzistor 

 

Pouģit§ a doporuļen§ literatura:  
 

1) Ploġn® spoje se SMD, n§vrh a konstrukce. 

Autor: ing.Martin Abel, vydalo Nakladatelstv² Platan 

 

2) SMT Technologie povrchov® mont§ģe. Autor: ing.Martin Abel, vydalo Nakladatelstv² Platan 

 

3) Bezolovnat® p§jen² v legislativŊ i praxi. Autor: ing.Martin Abel a ing. Vladim²r Cimburek 

 

4) www.smtcentrum.cz 

 

5) IPC normy - www.ipc.org 

 

6) JEDEC standardy ï www.jedec.org 
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PŚ²lohy: 
 

PŚ²loha ļ²slo 1: Doporuļen® redukce planģet 

Planģety pro nan§ġen² pasty: 
Doporuļen§ tlouġŠka plechu 125-130um pro rozteļ do 0,5mm. Ostatn² dle dohody s technologem. 

 

1) D=0,4 

A=max. 190-200um 

B=d®lka ploġky 

 

2) D=0,5mm 

A=220um 

B=d®lka ploġky (neredukovat) 

 

3) D=0,65mm (0,6mm) 

A=280um  

B=max 

 

4) D=0,8mm 

A=380um 

B=max 

 

5) D>=1mm 

A=cca D/2 

B=max (pŚ²padnŊ redukovat 5%) 

 

6) ostatn² redukovat o cca 5% 

 

7) velk® otvory (plochy), u kterĨch nem§ kam odt®ct p§jka, redukovat mŚ²ģkou na max. 50% plochy, viz 

obr§zek 

 

 

 

 

 

8) Otvory v planģetŊ pro BGA pouzdra redukovat takto: 

Rozteļ kuliļek PrŢmŊr d²ry v planģetŊ 

1,27mm 0,65mm 

1,0mm 0,48mm 

0,8mm 0,45mm 

Planģety pro nan§ġen² lepidla: 
Plech tlouġŠky dle souļ§stek. Pro souļ§stky 1206, 0805, 0603, 0402 ï 130, 150um. Ostatn² souļ§stky dle 

domluvy s technologem. 

 

1206, 0805, 0603, SOD 80 (minimelf), melf   

 

 

 

 

                                obd®ln²k A x B                                                                      prŢmŊr D  
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                 SOT23                                       SO..                                             SO..L 
                  obd®ln²k AxB        2 x obd®ln²k A x B nebo kruh       4 x obd®ln²k A x B nebo kruh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1206 0805 0603 0402 SOD80 MELF SOT23 SO SO..L 

A x B 0,4x1,7 0,3x1,3 0,2x0,9  0,6x1,4 1,5x2 0,4x3 2x2 3x3 

D 0,7 0,5 0,3  --- --- ---   

Veġker® rozmŊry v mm. 
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VĨkres um²stŊn² motivu na planģetŊ pro automatickĨ s²totisk. 
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PŚ²loha ļ²slo 2: Materi§lov§ sumarizovan§ rozpiska 
 

SMD mounte.ulp verze: 25.8.2006 

 

****************************************************  

SEZNAM VĠECH SOUĻĆSTEK OBOU STRAN - BILL OF MATERIAL  

VĨrobek: Pocitac_V1.brd 

Datum exportu: 30.10.2008 09:49:53  

************************ ****************************  

 

13 different devices 

 

 

          Qty Value  Package  Parts 

 

          1  3,3nF/svitek C-5  C2 

          1  10nF/50V C0805  C1 

          1  100M/25V ES-5  C8 

          1  100N/16V C-5  C5 

          1  100nF/100V C-7,5  C3 

          1  74HCT123D SO16  IC4 

          1  L297  DIL20  IC1 

          3  6N137  DIL08  OK1, OK2, OK3 

          1  BSS138  SOT23  Q1 

          1  0R  R1206  R15 

          1  22K  R-10  R9 

          1  47K  R1206  R10 

          1  9x4K7  SIL10  RN1 

 

 

 

PŚ²loha ļ²slo 3: Nav§dŊc² znaļky 
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PŚ²loha ļ²slo 4: Uk§zka osazovac²ch dat pro strojn² osazov§n² SMD 

 

**********************************  

SEZNAM SMD SOUĻĆSTEK STRANY BOT 

VĨrobek: Pocitac_V1.brd 

Datum exportu: 30.10.2008 09:49:52  

******************************* ***  

 

Part     ;Value          ;Package  ;X (mm) ;Y (mm) ;  Orientation 

 

FIDU1;  ;Circle_1.2 ;10.37500 ;5.05000 ;0 

FIDU2;  ;Circle_1.2 ;152.12000 ;180.25800 ;0 

C1       ;10nF           ;C0805    ;106.11000 ;48.89500 ; 90 

C6       ;100nF          ;C0805K   ;87.06000 ;70.48500 ;180 

C7       ;100nF          ;C0805K   ;90.87000 ;70.48500 ;  0 

C10      ;100nF          ;C1210    ;115.63500 ;48.89500 ; 90 

D9       ;4007           ;MLL -41   ;121.35000 ;98.74250 ;180 

D10     ;LED red        ;MLL -34   ;125.47750 ;92.71000 ; 90 

IC4      ;74HCT123D  ;SO16     ;116.27000 ;55.88000 ;180 

Q1       ;BSS138         ;SOT23    ;118.81000 ;43.81500 ;180 

R10      ;47K            ;R1206    ;109.92000 ;55.88000 ; 90 

R12      ;560R           ;R0603    ;121.35000 ;92.07500 ;  0 

R13      ;560R           ;R0603    ;121.35000 ;81.28000 ;  0 

R14      ;560R           ;R0402    ;121.35000 ;70.48500 ;180 

R15      ;0R             ;R0402    ;114.36500 ;93.34500 ;270 

R16      ;470            ;R1206    ;121.35000 ;96.20250 ;  0 

R19      ;470            ;R1206    ;119.44500 ;48.89500 ; 90 
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PŚ²loha ļ²slo 5: Shrnut² poznatkŢ z technologickĨch doporuļen² ELO+ 

 
 

  

 
(urļeno pro kontrolu vġech vĨrobn²ch podkladŢ pŚed pŚed§n²m do ELO+ s.r.o.) 

  
    ANO NE 

  N§vrh DPS:     

1 Jsou spr§vnŊ um²stŊn® souļ§stky na desce s ohledem na pl§novanou technologii vĨroby?     

2 M§m pouģit® spr§vn® figury pro souļ§stky s ohledem na pl§novanou technologii vĨroby?     

3 Pouģ²v§m stahovac² ploġky pŚi p§jen² vlnou?     

4 
Obsahuje deska nav§dŊc² znaļky pro OA a jsou spr§vn®ho tvaru a vhodnŊ um²stŊn®? POZOR pŚi 

rozl®v§n² mŊdi! 
    

5 Jsou v n§vrhu tak® nav§dŊc² znaļky pro nav§dŊn² planģet? Jsou tyto znaļky spr§vn® a spr§vnŊ um²stŊn®?     

6 Obsahuje deska BGA pouzdra? Jsou v roz²ch kontroln² znaļky?     

7 Zvolil jsem vhodnou povrchovou ¼pravu DPS?     

        

  N§vrh planģet:     

8 M§m spr§vn® rozmŊry a tvary ploġek na planģet§ch? (redukce, antiredukce)     

9 
Pouģ²v§m dostateļnŊ velk® ploġky pro tisk lepidla? Dal jsem si pozor na souļ§stky, kter® maj² zespoda 

nŊjakĨ prolis? 
    

10 Obsahuje planģeta i spr§vn® neredukovan® nav§dŊc² znaļky pro s²totisk?     

11 Nesm²m m²t na planģetŊ nav§dŊc² znaļky pro OA! Opravdu tam nejsou?!     

        

  MechanickĨ tvar DPS:     

12 PŚesahuje nŊjak§ souļ§stka pŢdorys desky? M§m vhodn® tech. okol²?     

13 Je pouģit§ vhodn§ a spr§vn§ panelizace desky?     

14 Je pouģito spr§vn® dŊlen² panelu a obr§bŊn² koneļn®ho tvaru pŚ²Śezu?     

15 Pouģ²v§m rozdr§ģkov§n² V dr§ģkou a nedr§ģkuji n§hodou nŊkde do mŊdi?     

        

  PŚed§v§n² zak§zky s dokumentac² (objedn§vka):     

16 Obsahuje objedn§vka vġechny n§leģitosti? (dokumentaļn², materi§lov® a organizaļn² z§leģitosti)     

17 PŚed§v§m dodac² list?     

18 PŚed§v§m spr§vnŊ tiġtŊnou dokumentaci ve spr§vn® formŊ a obsahuje vġechny n§leģitosti?     

19 A co elektronick§ dokumentace, je kompletn²? A vĨkresy jsou ļiteln®?     

20 PŚed§v§m tak® osazovac² data pro OA a obsahuj² i souŚadnice nav§dŊc²ch znaļek?     

21 Data pro OA nesmŊj² obsahovat klasick® souļ§stky! Opravdu tam nejsou?     

22 Pouģ²v§m spr§vn® znaļen² pouzder souļ§stek?     

23 PŚed§v§m s novou zak§zkou i objedn§vku na vĨrobu nov® planģety k objedn§van®mu vĨrobku?     

24 
Jmenuje se veġker§ pŚed§van§ dokumentace (pap²rov§ i elektronick§) shodne s objedn§vanĨm vĨrobkem 

(vļetnŊ verze!)? 
    

25 Poslal jsem data na vĨrobu nov® planģety?     

26 Pos²l§m spolu s daty i informaci o zpŢsobu panelizov§n² desky? (n§sobnost a ofset)     

27 Dod§v§m spr§vnĨ materi§l v nepoġkozen® podobŊ a je spr§vnŊ zabalenĨ?     

28 Odpov²d§ vġe dodac²mu listu?     

29 Je materi§l balenĨ pro strojn² zpracov§n²?     

30 Jsou v dokumentaci a dodac²m listu pops§ny pŚ²padn® n§hrady souļ§stek?     
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